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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Kontaktlose Chipkarte mit Transponderspule 

(57) Die Erfindung betrifft eine Identifikationskarte mit 

Transaktionsspule und ein Verfahren zu deren Herstel- 

lung. Die Transaktionsspule ist in Form einer Silber- bzw. 

ailg. Leitpasten-Siebdruckausfuhrung ausgebildet, die in 

einen den ublichen ISO Normen entsprechenden Kunst- 

stoff-Kartenkorper eingebracht werden und deren. Enden 

anschlieftend mittels Frasprozef^ fur die Implantation ei- 

nes speziellen Chipmoduls freigelegt werden oder deren 

Kontaktenden bereits im Laminier- oder Spritzguflvor- 

gang freigehalten worder. sind und dessen Kontaktierung 

nur durch eine bewufcte Druckaufbringung erfolgen kann 

und automatisch nach Beendigung dieses Druckaufbrin- 

gens inaktiv wird. 
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Bcschrcibung 

Die Frtindung heiril'li cine koniakilosc Chipkarie mil 
Transpondcrspule unil cin Verlahren /u dcren Ilcrsicllung. 

Uegcnsiand der vorliegcndcn Frlindung isi cine Idcniili- 
kationskaric mil Transpondcrspule und eingchautcm Chip- 
modul. wobci die atil'dcm Chipmodul gespeicherten Oaten 
ausgelcscn und mil Hi lie ilcr Transpondcrspule koniakilos 
auf einen FmpTanger uberiragen werden konnen. 

fdeniilikaiionskanen /.ur kontakt losen Transaktion wer- 
den entsprechend den LSO/IFC IMS 10536 Noriucn liir die 
untersehiedlichsien Anwendungen einer Siandardi sic rung 
unterworfen. /iclsci/.ung aller dicscr Normen isi die Frho- 
hung der Sieherheii and der (icschwindigkeit von [dentili- 
kaiions- und Transaktionsvorgiingcn hei gleich/.ciliger Re- 
vlukiion der intcgralen Kosten und einer weltttciten Anwcn- 
dung und gewissen Kompaiibiliiat. 

rdeniilikaiionsvorgange minds sogenanntcr handgehalie- 
ner beruhrungsloser fdeniilikaiionskanen werden in immer 
siarkcrcm Ausmati im ofleni lichen Personen und Nahver- 
kehr b/w. gan/. allgemein /.ur kom fori anion und rasehen 
Idem ilikat ion b/.w. Zuiriuskonirollc und oftmals der vollau- 
tomatischen Ahbuchung emspreehender Werieinheiien odor 
Cicldbctragc verwendet. 

fm uhcrwicgenden MalSo vvird diesc rase he und unhe- 
ruerkie [dcniilik ation sinnvoll unit vom Bosit/.er voll ak/.ep- 
tieri staiilindcn. 

Bei ruitfbrauchlichem Finsai/. isi der Benut/er /.iemlieh 
niacin los und kann ersi riickwirkend diesen Mitibrauch fesi- 
siellen. Aus diesem Cirund werden reinc Gokttransaktionen 
hevor/.ugt mi ne Is kontakibohafteter Chipkarien durchge- 
tuhr! und der Transaktionsvorgang bewul.it und oftmals nur 
naeh Fingabe einer person lichen Menti likaiionsnummcr 
(PfN) durchgefiihrt. 

Bei ullen Ancn von Fdeniilikaiionskanen Applikaiioncn 
millets beruh rungs loser Transponder-Chipkanen mussen 
die Aspekie der landorueii durchaus schr unicrschiedlichen 
Datcnschul/gesei/e und Verordnungcn b/.w. gan/. allgemein 
der guien Siuen bcrucksichiigt werden. 

Der vorliegcndcn Frlindung liegt die Aufgabe /.ugrunde. 
cine Chipkarie der ein gangs crwahntcn An so woitor/.uhil- 
den. dalS mil lei s eines moglichsi kostcngiinstigen Pro /.esses 
ein moglichsi einlach anwenilbarcs Produki dem Benui/.er 
einer deranigen bcruhrungslos lunkiionierenden Chipkarie 
v lie Moglichkeii gibi. den Vorgang der [deniilikaiion und 
Transaktion bewul>i hcrbei/ul'uhrcn und weiters damil jcgli- 
che Kollision oder Konfrontalion mil dem Datenschut/.ge- 
set/. /.u venneiden. 

Die l.osung dicscr Aufgabe isi durch die icehnischen 
Mcrkmale des Anspruchs 1 gegeben. 

I {in llersiollungsvorfahrcn der erlindungsgcmatfen Chip- 
karie isi Ciegensiand des unabhangigen Anspruchs 11. 

Wesenilich bei der vorliegcndcn Frtindung ist demnach 
die bewutile Schallung einer Transponders pule, wobci be- 
vor/ugi die Koniaktllachcn der Transpondcrspule mil /uge- 
ordneten Koniaktllachcn eines Chipmoduls durch die will- 
kCirliehc Schallung miteinander verbunden werden. 

In einer ersien. hovor/ugten Ausllihrungslbnn crfolgt 
diesc Durchschaltung der Koniaktllachcn der Transpondcr- 
spule /u den Koniaktllachcn des Chipmoduls iiber ein ohm- 
sches Kontakielcmcnt. welches /.. B. aus einem drucksensi- 
tiv-leitenden Silikongunimi bestehi. welches als Koniakt- 
maicrial im '/.wischenraum /.wischen den bciden einander 
gcgcnuberlicgcndcn Koniaktllachcn liegt und sobald der 
Fuft/.wischonraum /.wischen den Koniaktllachcn kompri- 
mien wird. kommi dieses Kontaktclemeni sowohl in direk- 
tcn ohmschen Kontakt mil den Kontakillachon der Trans- 
pondcrspulc als aueh mil den gegenuberliegendon Koniakt- 



llachcn des Chipmoduls. 

Der vorliegcndcn Frlindung licgt nun die Frkcnnmis /.u- 
grundc. dalS die [iiiplaniaiion eines Chipnioiluls mil Kon- 
iaktllachcn in vlcr Karte und ilcr Kv>ntaki mil den bciden Hn- 

5 den der Spule prc»/.elSicchnisch schr einlach miliels soge- 
nannicr druekemptindheher leiitahiger Silikon-Cummi- 
Matten mil Silherkiigelchen herbeigetuhrt werden kann. uml 
in einer weitcren Austuhrungslorm. durch die Ausbildung 
des Karicnkorpcrs und des /u implaniieremlen Chipmoduls 

in cine An mcchanisehcr Schalter ileran hergestellt werden 
kann. dalS im Ruhe/ustand cin cnlsprechcnder [.Lift spa It 
/.wischen vlen Koniaktparincrn gegeben ist. vler nur durch 
mechanischen Druck. beispiclsueisc durch I'ingerdruck. im 
Bereich des Chipmoduls u herb Kick t werden kann un^.1 ila- 

15 durch /.urn Kontakt /.wischen Chipmodul und Transpondcr- 
spule und damil /.ur Aktivierung der Transponder-Chip liin- 
hcil tiihrt. 

Tn einer weiiercn ly pise hen Ausluhrungstorni kann das 
Chipmodul ein sogcnannics f ly bridmoilul sein. das entwe- 

20 der /.wei Chips bcinhaltci. wobci ein Chip fur die bcruh- 
rungslose Transaktion und ein /ueiterChip fiirdie siamlard- 
malMgc koniaktbehat'leie Transaktion /.ustiindig ist. oiler 
aber einen Kombinationschip cnthalten. der beide Funktio- 
nen in einem Chip vereint. In bciden Fallen mussen die Kon- 

25 takie t ur die Transpondcrspule an der Untersciie b/w. [nnen- 
seite des Chipmoduls liegen. rcspektivc auf der Seiie. die 
den Koniaktllachcn des koniaktbehat'teten Chipmoduls ge- 
gen iiber liegt. 

In einer Weiicrbildung der vorliegcndcn lirlinilung ist es 
>o vorgesehen. dal^ die Schallung der Transpondcrspule nieht 
durch willkurliche Schallung eines Kontaktelements ertblgt. 
sondcrn da!3 die Schallung durch ein e\ (ernes Signal ausge- 
lost wird. Diesc weiierTuhrende technische I.chre hat den 
Vorteil, dalS die Chipkarie naeh der Hrlindung gleich/.eitig 
>5 aueh diebstahlgcsichert ist. Fin cMernes Signal /uiu Schal- 
tcn der 'Transpondcrspule wird beispielsucisc von einem 
Personencrkennungssysicm ausgeU^st. welches /. B. visuell 
oder akustisch die Berechiigung des Benut/ers /.urn Fintrilt 
in einen bestimmtcn Bereich erkennt. Sobald dieses Systeti\ 
-w) den berechtigten Benui/.er erkanni hat. wird ein derartiges 
externes Signal ausgelost. welches dann die 'Transpondcr- 
spule sehaltet. Die Transpondcrspule liest dann die in dem 
Chipmodul gespeicherten Daten. wie /.. B. [dentili/.icrung. 
/.eitpunkt und andere Personendaien aus. wodurch sicherge- 
45 stellt ist. daB aueh nur der bercchtigtc Benui/.er dicscr Chip- 
karie durch den geschui/.ien liingangsbercich gelangt. 

Transaktions-Chipkarten si ml durch den erTorderlichen 
Aufbau und autgrund der noch nichi in Cirol5serien gercrttg- 
ten Chiptvpen b/.w. Chipmovlule Liblicherweise tourer in der 
50 ITerstcllung und in Vcrbindung mil einer typischen [dentili- 
kationsanwendung hiiutiger Lind mcist aueh liinger im Fin- 
sat/, als herkommhche kontakibehaTleie Chipkartcn. An die 
Febcnsdauer und Verwendungshauligkeil derariiger hand- 
geiialtcner Kartcn werden grolSe Antorderungen gesielli und 
55 diesbe/.iiglieh siclli die Biegebcanspruchting ein wescntli- 
ches Kriterium dar. Fine Schwaehsiclle dabci sind die K*.>n- 
lakte und die Dimension der ChipMLiehe. fn der vorliegcndcn 
Frlindung wird der Teste mechanische Verbund /.wischen 
Kartenkorper un<l Chipkoniakten vertuieden und damil we- 
ft) sentlieh geringcre Antorderungen an die SpannungsriBte- 
sttgkeit der Kontaktelcmcnic und die Ciloichmatitgkeit der 
Warmeausdehnungskoetli/.ientcn vlcr vcrsehicdenen Ver- 
bLindpartner gestellt. 

Die Flersiellung der Kartengrundkorper ertblgt in bekann- 
r»5 ter Weise einer tvpischen AusfuhrungsTorm dadurch. da!3 
diinne Druckbogen mil ivpisch SO bis :o<) Mikromeier 
Dicke und Formaien fur Mchrfachnui/en. ly pischcrweisc 24 
b/.w. 4S Kartcn pro Druckbogen mil Abmessungen von bet- 
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>piclsucisc 3o < 5o cm oder 5o < TiU'm mil den in dcr Kre- 
ditkarienprodukiion uhlichcn Offsculruckcn und Sichdruk- 
kcn kundcnspc/ilisch gestallet werden tin^l falls notucndig 
mil ontsproehenden iliermisch akii vierbaren Klobobcscliich- 
lungen. bovor/.ugi im Siehdruck. vorsohen vverden. 

fm folgenden vvird cine Ausfuhrungsform dor Frlindung 
unhand von Zeichnungen niiher crlauicri. Fficrbci gehen aus 
vlcn Zeiehnungen und ihrcr Boschreibung vvcilcre crlin- 
dungswesoniliehe Merkmalo und Voricilc dor Frlindung 
horvor. 

Ki^. 1: /.eigt den Schnin durch den Chipmodulbcrcich oi- 
norChipkartc nach ilcr Frlindung. 

l«ig. 2: die Draufsichi auf tlic Folic mil Darsicllung dcr 
Transponders pule. 

Fiy. 3: die Draufsichi auf die Obcrscilc dcr Chipkurte hci 
noeh niehi eingeset/tem Chipmodul und noeh nichl oinge- 
sei/icm Schaliclcment. 

4: cine A b wand lung gege niihor Fig. .V 

Wic in Fig. I go/eigl. vverden hoispielsweise jo /wei i>- 
piseh SO my dickc. iransparenie Dock folien I und 2 als so- 
genannlo Overlay folien vcrwendei. Diese iransparenien 
Overlay folien konnen nun wahlwoiso auf den [nnenseiten 
mil ihermiseh akiivierbaren Sehmcl/klcborn mine Is Sieb- 
druck oder direki bcim Folicn/ulicfcrantcn bcschichlct vver- 
den. wobei je nuch gofordener Qualilai als Vlaierial /. B. 
PVC-h. ABS. PFT oder PoKearbonat (PC) eingesoi/.i vver- 
den kann und im weiiercn dabei gegebencnfalls auf die Ver- 
wendharkeii fur I .ascrbeschrit'tungen umtAxlcr Hochpragun- 
gen und/odcr den Finbuu eines Magnet si rei fens geachtet 
vverden muti. 

Als nachste Schichien sind Folien 3 und 5 vorgesehen. 
wobei deren nach auticn gcrichioto Flachcn gralisch Illinois 
Offseldruck und Siebdruck b/.w. audi mi I ids dcr vcrschic- 
denen digiialcn Druckvcrfuhrcn kundcnspc/ilisch gestallet 
werden konnen. Uhliehorvvoise vverden diese Folien in neu- 
tralcm Farbion und in Dickon von 80 my bis 350 my vcr- 
wendei. Die inncrsio Schichl dcr Chipkarto bildei cine Kcrn- 
lolic 4. die /.. B. aus ABS- oder PC-Material besteht und 
cine Dickc von /.. B. 300 my aul'weist. 

fm vorliegenden Beispicl vvird die Folio 5 in einer Dickc 
von ciwa 300 my eingesoi/.i und kann in Kombinaiion mil 
eincr PC-Deck folio I /.. B. aus ABS sein. In dcr Ausfuhrung 
ABS vvird cntsprcchcnd dem im Vergleich /.u PC niedrige- 
rem Schmel/.punkt cine bessere Flictieigcnschafl errcicht. 
was unier Umsianden eincn homogenercn f .aminataulhau 
bewirken kann. 

I'olie 3 wird in moglichst diinner Ausfuhrung. lypiscli SO 
my vcrwendei und wird bevor/ugt aus PC- Mate rial sein. um 
die Trocknungsvorgange dcr aufgebrachtcn Silberpasten- 
drucke auf dcr [nnenseite ohne wescntlichc Schrumpfung 
bestehen /u konnen. D.h. auf dieser 80 my PC-weiB Folic, 
die aul.^on gralisch gestallet ist. wird auf dcr [nnenseiie mit- 
icls Siebdruck, bevor/ugt Zyiindcrsiebdruck. cine soge- 
nannte Transponderspule 13 gedrucki. Dabei werden han- 
delsuhliehe Silbcrpasten. bcvor/.ugt mil gutcr dektrischcr 
Feitfahigkcit und geeignet fiir den Kunstsioff-Foliendruck 
cingesot/.i. Derariige Silbcrpasicn werden bei dcr Herstcl- 
lung llexibler Feiterplatten aus Polyester- und Polyamidlb- 
lien vcrwendei und konnen bei etwa 120 M C geirocknci wer- 
den. ohne dati cine maBlichc Becintrachiigung dieser PC- 
l-'olicn staitlindet. was naiurlich llirdiesen Mchrfachnul/on- 
aulbau schr wosentlieh isi. 

Die Geometric ilcr Transpondcrspule wird je nach An for- 
do rung an die Figcnschaften dcr Spulc 13. d. h. die Anforde- 
rung an don Sonde- und Fmpfangsvorgang und die Hohe dcr 
er/eugien Tndukiionsspannung in vtcr Spulc /.weeks 
Stromversorgung des Halblciterbausieins govvahll wer^lcn. 

1^)abci konnen die An/ahl dcr Windungen. die Leiicrbahn- 
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brciic und dcr r.citerbahnabstand. die l ormcn dcr .Ansdilul^- 
koniakie 10 und naiurlich die Dickc des Foil pusienautbaucs 
b/.w. die Art tier vcrwendeion Feii paste variicrt vverden. 'IV- 
pi so he rwcisc werden einigc 3 bis 5 Windungen mil Feiicr- 
5 bahnbrciicn im Bcrcich 100 iiiv bis I mm govvahh uerdon. 
(im den ohmschen W'idcrsiund moglioh nicdrig /u halicn. 
werden u. U. me lire re ubcrcinandcrliegendc Drucke durch- 
gefuhrt. In ciner kosicngunstigercn VLirianic konnen die Sil- 
bcrpasten auch durch Karbonpasicn. Kupferpasicn oitor Mi- 
ni sehon aus den verscliie\lcncn Feitpasientypcn erfoigon. 

Fin schr wescnilichcs Detail siellt die Art dor Anschluti- 
kontakte 10. d. h. die AusbiUiung dor linden dor Spule 13 
dar, da diese /ur Kontakiicrung des Chipmoduls 7 benotigt 
werden. 

15 fn dcr vorliegcndcn 1-rlindung isi nun schr vvcsonilich. 
vlaB vlic Ansehlul^llachen 9 vies Chipmoduls 7 auf dcr F'ntcr- 
scite. d. h. dor Seiie. die in Koniaki /.u den Spulcn-An- 
schlul^koniakicn 10 treien sollon. liegen und cinen cntsprc- 
chcnd weiien Absiand haben. so dalS die Bahnen dcr Spule 
13 da/wischen durchgefuhri werden konnen und die Fnden 
dor Spule 13 relaiiv groBilachig ausgefuhrt werden konnen. 
Uhlicho Feitpastendruckc in Hinfaoh- und Mchrfachdruck- 
ausliihrung wciscn cine Dickc von 10 bis 30 my auf. ly piseh 
15 bis 20 my im gctrockneicn /ustand. 

25 Die Freifrasung vlcr Ausnchmungcn 14 und 15 im An- 
schlulS an die T. ami nation des gesamten aus den l ; o!ienlagcn 
1-5 bestehenden Paketes mulS nun sehr exakt auf die orfor- 
dorlioho ficfe eingesielU werden, um cinerseiis die Foil pa- 
ste dor " Transponders pule 13 elektrisch froi/u logon, jedoch 

M) andorerseils keine /u starke Reduktion dcr Feitpastcndicko 
und damit Reduktion des Feitungsquerschniires dcr Spule 
1 3 her be i /.u t u h re n . 

Ublieho I Viisanlagon fur die Vorticfungcn von Chipmodu- 
lon arboiten mil Toleran/cn bis /u +/-10 my. Tm vorliogen- 

J5 den Pall ist jedoch eine Toleranz von vor/ugsweise +/-3 my 
an/ustreben. Dabei spiolt noeh die Dickcn-'lbleran/ dcr Fo- 
lienlagen 2 und 3 eine sehr wescntlichc Rode, da diese in die 
Toleran/rechnung mil einbe/ogen werden mussen. 

Diese sehr genauc mcchanische T-Vcilegung dcr Koniakte 

40 10 dcr Spulc 13 isi in dcr vorliegenden Frtindung gegeniiber 
item Si and dor Technik in so torn von Bedeutung. als iibli- 
chcrweise derart freigelegte Kontakte 10 minds Feitkleber 
oiler Feiipaste kontaktiort werden und damit don Flachen- 
leiiwcrt verbessern. 

45 fn tier vorliegenden Frlindung werden jedoch diese An- 
schluBUuchen 10 dor Spule 13 nur mi tie Is eines Schalte le- 
nient s 6 kontaktiort. Dieses Sch alt element 6 kann be is pie I s- 
weise aus sogenannien druckompiindlieh-leiiondon Ciumtui- 
matten in Materialsiarken von /.. B. 0,2 bis 0,3 mm bestehen 

50 b/.w. aus ein/elnen Kontaktelemonten pro AnschlulS 10a 
b/w. I Ob. 

Derariige C.iummimattcn werden ublichorweise mil Nik- 
kei kiigolohen oder Silberkugelchcn in Porni einer Matrix 
hcrgcstellt und werden erst bei Druek leitend. CiemaB dem 

55 Stand dcr Technik werden derariige Druckscnsitiv-leitendc 
Ciummimaiten /.. IF /.ur Kontaktierung von Cilassubstraten. 
typisch LCD's und Bildschinuon als auch llcxiblcn Substra- 
ten vcrwendei und dabei wird mil to Is enispreehender Klam- 
morn Druck iibcr enisproohondcn AnsohlulMlaohen herge- 

60 siellt. 

[m vorliegenden Fall konnen minds derartiger drueksen- 
sitiv-leitendcr Oummimatten sehr einlacho und ellmenro 
Schaltor horgoslellt werden. die auf extrem geringen Raum 
cinen funktioncllen Koniaki ohne siarko Do format ions vor- 
65 giingc in den ein/elnen Fagen dor [dcnlilikationskarte her- 
siollon konnen. 

[n einer weiiercn Ausfuhrungsfonu ist vorgesehen, die 
Dickon dor ein/elnen Folienlagcn 1-5 vlcr H^-Karte derart 
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ah/usli rumen, v ktiS die I .agon 2 und 3 als Membrane veru en- 
del werden konncn und /.wisehen sieh einen I.ufispull cin- 
schlieBen. dor durch Druckaulbringung ubcrhriicki und so- 
mii ein Koniaki /wisehen Chipmodul 7 und Transponder- 
spule 13 heruesielli werden kann. Dahei werden die Loilpa- 5 
stenkoniakilUichen 10 dor Spule 13 mil den Koniaki llachen 
9 des Chipmoduls 7 /.usuni men go prolyl und dadureh die 
I : unk I ion dor Transponder-Chipkarte akiiviori. Das System 
isi oben falls ohne how utile Druckaulbringung nichl akliv 
und os kann daher keinerlei unbowuBic fdentilikaiion oder m 
Transakiion siaitlinden. 

fn Urwoiierung dieser genannion Aiisfiihrungsform kon- 
ncn naeh deren Freilcgung auf die Anschlutillachcn 10 dor 
I.oiipasicnkonraktllachon loitlahige eiasiomere Kontaktele- 
tnonie miltels Dispenser odor Tampondruck uufgohraehl 15 
werden. so daB im I "alio des Druekaulbringons ein etasti- 
sehos loiiorulos lilomeni /wisehen den Koniuklcn 9 und 10 
vorhandon ist und damit /.u einer oplimalon Koniaktsichcr- 
hoii fiihn. 

Die Ausfiihrung des Chipmoduls 7 wird goomelrisch go- 20 
miil.% doi u Si and dor Toehnik ausgefuhrt. allerdings mil naeh 
innon /ur Transponderspule goriehtoicn Kontakt llachen 9. 
bevor/ugl in vcrgoldoter b/w. aueh ver/inntor odor vernik- 
koltor Oborllaehenausfuhrung. Wahlweiso kann das Chip- 
modul noeh mil ohcrsoingen Koniakien I ur die Kontakt io- 25 
rung eines koniakibehafteten Chi psy stems ausgofuhri wer- 
don. woboi jo naeh Kundcnwunsch ein odor /woi Halbloitor- 
olemenie /utu Hinsat/. gelangen. Die meehanisehe I'ixierung 
des Chipelenienis 7 erfolgt in einer formangepatiten Ausfrii- 
sung 14. 15 dor I'oliensehiehtcn I. 5 und 4 ruiitelsoiner Klo- M) 
behefostigung 8. Dadureh were ten opt i mule Fesiigkeitswcrtc 
hinsiehilieh dor Biegowechsclfostigkoil errctcht. als aueh 
eine opiimalc Abdichtung des rnnenraums ( Kontaktraumcs) 
gegen eiwaigo Silbenuigraiion dor Silberleitpasio. Woitors 
kann miltels dieses dem Stand dor Toehnik enisprechcndcn ; 5 
Pro/esses cine cxakte Ptanhoii dor Oherllachcn orreieht wer- 
don. 

Die Imjj. } und 4 /eigen eine Draufsicht auf die Oberseite 
{ Deck to! ion I age I) dor Chipkarie bei noeh nioht eingesei/- 
tem Chipmodul und noeh nichl eingesei/ien Sohaliolomont. 4t) 
Man erkenni im Bcreich dor AustVasung einen Ausschnin 
dor I'olienlago 3 mil aufgobrachi cr IVansponderspulo und 
deren Kontaktanschliissen 10. Die Kontaktanschlusse 10 
konnen /.. B. punkttonuig 10a odor /ur Vergrotierung dor 
Kontaktilachc oval K)b ausgebildet sein. Die Ausfriisung 45 
vcrgroBert sieh hin /ur Karicnoberllachc (vgl. Fig. 1) und 
man erkenni einen Toil dor I'olionlago 5. mil wo Ichor spiiier 
das Chipmodul 7 vorklebi oder verschweitil wird. 

fJo/ugs/eiehonlisre > t] 

1 Doekl'olie 

2 Dockfolio 

3 lolie 

4 Kornfolie ss 

5 I olio 

6 Schallolemeni 

7 Chipmodul 

8 Klcbor 

9 Kontakt llache 60 

10 Kontakitlache ( 10a. 10b) 

11 linger 

12 Kunstsiofllage 

13 Transponderspule 

14 Ausnehmuny r ° 

15 Ausnohmung 
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Paienianspriichc 

1. Komakilosc Chipkarie mil IVansponderspulo und 
eingcbauicm Chipmodul. woboi die auf dem Chipmo- 
dul gespeichericn Daien ausgelesen und mil Hilfo dor 
IVansponderspulo koniaki los auf einen limpfanger 
ubenragen werden konnen. dadureh j»ekenn/eichnct. 
daB die 'IVansponderspulo 1 13) /ur bewutiten Aktivie- 
rung und damil Auslosung einer Idem ilikal ion oiler 
Transakiion vler Chipkarie schalibar ausgebiUloi isi. 

2. Komakilosc Chipkarie naeh Ansprueh 1. dadureh 
gokonn/oiohnoi. daB die Schaliung dor IVansponder- 
spulo 1 13) willkiirlich. /. U. durch I : ingerdruek orfolgi. 
.V Komakilosc Chipkarie naeh Ansprueh I oder 2. ila- 
durch viekenn/cichnct. daB die wtllkurlichc Schaliung 
dcr Trans ponders pule (13) v lurch einen ohmsehen Kon- 
lakisohlul^ /wisehen Koniakillachen 1 10) dor 'IVans-' 
pk>nderspule (13) und enisprechenden Koniakillachen 
(9) des Chipmoduls i7) orfolgi. 

4. Koniaktloso Chipkarie naeh Ansprueh I, dadureh 
gekenn/eichnei. daB die Schaliung dor 'IVansponder- 
spulo (13) durch ein oxiomes Signal vorursacht wird. 

5. Komakilosc Chipkarie naeh einem dor Anspruche 
I 4. dadureh gekenn/eiehnci . daB die Chipkarie aus 
mehreren Folienschichten besiehi und /umindesi /.woi 
Deckschichien (1,2) und eine oiler mehrere '/wischon- 
sehiehion (3-5) aufwoist. 

0. Koniaktloso Chipkarie naeh einem dor Anspruche 
I 5. dadureh gekcnn/eiehnei. daB die Chipkarie eine 
Ausnohmung (14. 15) aufwoist. die sieh vorzugsweise 
Cibor die I*'o!iensehiehren (I. 4. 5) erstreckt. wobei das 
Chipmodul (7) in dcr Ausnehmung ( 14. 15) angeordnot 
isi. 

7. Koniaktloso Chipkarie naeh einem dor Anspruche 
I 6. dadureh gekenn/eiehnet. daB das Chipmodul (7) 
in Richiung /ur 'IVansponderspulo (13) geriehiote Kon- 
iakillachen (9) aufwoist. 

8. Koniaktloso Chipkarie naeh einem dor Anspruche 
1 7. dadureh gekenn/eiehnet. daB die Trans ponder- 
spule (13) auf einer dor Zwischenschichien (3-5) auf- 
gobrachi ist und im Bereich dor Ausnohmung (14. 15) 
angeordnete Kontakt llachen (TO) aufwoist. 

9. Koniaktloso Chipkarie naeh einem dor Anspruche 
I 8. dadureh gekenn/eiehnet. daB /.wisehen don Kon- 
takinachen (9) des Chipmoduls und den Koniakilla- 
chen (10) dcr Transponderspule (13) eine drucksensi- 
liv-loitondo Cjummimatie (6) angeordnei ist. die ohne 
Druckbeaufschlagung isolierend wirkt und nurbei hin- 
roiohondom Druck leitcnil wird und dadureh einen 
Kontakt /wisehen den Kontakt llachen (9. 10) herstollt. 

10. Koniakllose Chipkarie naeh Ansprueh 9. dadureh 
gekenn/eiehnet. daB die Gumniimatte (6) aus einer Si- 
likongummimaite mil mairixformig angeordneten Sil- 
ber- b/.w. Nickclkugclchen best eh t. 

11. Verfahren /.ur riersiellung einer kontaktlosen 
Chipkarie getuaB einem dor Anspriicho I bis 10. da- 
dureh gekenn/eichnei, 

daB mehrere ubereinanderliegende Folienschichten 
miteinander /u einer Chipkarte verbunden werden, 
daB /uvor eine dor inncren Folienschichten mil einer 
eloktrisch leiionden Transponderspule bedruckt wird. 
wobei an den l-nden dor Transponderspule Koniaktila- 
che n vorgeschen werden. 

daB durch einen I Viisvorgang an dor Chipkarte. im Be- 
reich der Koniakillachen. eine Ausnohmung /ur Auf- 
nahme des Chipmoduls gosohaffen wird. wobei die 
Ausfrasung bis /.ur mil dor IVansponderspulo bodruck- 
len I 'olienschieht rejehr. 
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dalS das Chipmudul dcruri in die Ausnchmung einge- 
sci/t ivial. duti dcsscn Koniukilluchcn in cinem Ab- 
siand /u den Koniaktllachcn dcr Transponderspulc /u 
lichen kommcn. so datf sich ilic Koniukilluchcn nicht 
he run re n. > 
12. Vcrlahrcn nach Anspruch 11. dadureh gekenn- 
/.cichnci. 1 1 Li l> /.wischen die Koniukilluchcn dcr Chip- 
moduls und die /ugeordneien -Koniukilluchcn dcr 
Transpondcrspule ein druckscnsiiiv-tciicndcs Schull- 
clctucni eingelegi wire I. 10 
I.V Vcrlahrcn nach Anspruch 11. dadureh gekenn- 
/cichnci. dalS aul'die Koniukilluchcn dcr Transpondcr- 
spule nach deren mcchunischcm Prcilcgcn mi lie Is eines 
I rasprvvesscs mil ids Dispenser odcr Tumpondruck 
elastisehe Iciicnilc Koniakipunkie uufgcbrachl werden, 15 
vvclchc bevorzugl aus Silher-. Kurbon-. Kuplcr- oder 
Nickel- gelullien lilusiomcrpusicn hesrehen. 

14. Vertuhren nach Anspruch 13. dadureh gekenn- 
/.eichnei. dati die lilusiomcrpusicn aus Silikongunuui 
mil ivpisch l 10 mOhnwem VoUmienwiderstund he- 20 
siehen und im I -alio des '/usammendruckens cincn viu- 
icn und clasiischen und daiuil sicheren elekirischen 
Koniaki cnuoglichcn. 

15. Vcrlahrcn nach Anspruch 11. dadureh tiekenn- 
/eiehnei. dati durch den Ircil'ruspro/.etf dcr Ausnch- -5 
mung lur das Chipmodul nichi die gesamte I'luchc his 

/.u dcr Oner ll Lie he dcr * Transpondcrspule Ireigelegi 
vvird. sondern lediglich sclekiiv im Bereich dcr beulcn 
Koniak iliac hen mil ids spe /.idler SlirnlVaser und cni- 
sprcchend erhohier /.-Achsen Genauigkcit und an- 30 
schlieBcnd in dicsc Venietungen enisprechende Hlasio- 
mcrkoniakiclcmcnic eingebrachi wcrden. die millcls 
Druckheaulschlagung /u cincr Aktivierung des Trans- 
ponde r-( hip-S vsicms I li h re n . 



Hicr/.u I Scilcf n) Zeichnunizen 
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